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ABSTRACT: 

<CHG DATE= 19940730 STATUS=0>1 . A conductive laminated board with a carbon 
black-containing chip board as substrate and a decorative surface layer of 
melamine resin-treated paper, having electrically conductive fillers, 
characterised in that the surface layer (5) contains finely divided metal 
powder and the outer layer forms a high pressure laminate material (3), whose 
core layer (4) consists of papers (6) impregnated with phenolic resin and is 
conductive owing to carbon black and/or metal inclusions, and in that the high 
pressure laminate material (3) is glued to the chipboard (1) by means of a glue 
(2) which has been rendered conductive by carbon black inclusions. 
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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3618834C 
BASIC-ABSTRACT: 

A conducting plate includes a carrier plate contg. soot, and a decorative cover 
plate (5) comprising a melamine resinned paper with electrically conducting 
filling material. The cover layer comprises a finely divided metal powder, and 
the outer layer forms a high pressure surface coating (3). The core layer 
comprises phenol resin impregnated paper (6). The high pressure coating is 
adhered to the plate with an adhesive contg, soot. 

ADVANTAGE - The plate is used for components which are electrostatically 
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sensitive. It is efficient and reliable. 
ABSTRACTED-PUB-NO: EP 248237B 
EQUIVALENT-ABSTRACTS: 

A conductive laminated board with a carbon black-containing chip board as 
substrate and a decorative surface layer of melamine resin-treated paper, 
having electrically conductive fillers, characterised in that the surface layer 
contains finely divided metal powder and the outer layer forms a high pressure 
laminate material whose core layer consists of paper impregnated with phenolic 
resin and is conductive owing to carbon black and/or metal inclusions, and in 
that the high pressure laminate material is glued to the chipboard by means of 
a glue which has been rendered conductive by carbon black inclusions. (4pp) 
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@ Leitfahige Verbundplatte sowie Verfahren 2u deren Hersfcellung. 



0 Bne loitf§hige Verbundplatte mit einer 
ruflhaltigen Spanplatle als Trager und einer dekorati- 
ven Deckschicht aus melaminbeharztem Papier, 
welche elektrisch leltfahige FOilstoffe aufwelst. wird 
dadurch auch fur das Postforming-Verfahren ver- 
wendbar gemacht, da/J die Deckschicht (5) fein ver- 
^teiltes Metallpuiver enthaft und die auBere Schicht 
Seines Hochdruckschichtstoffes (3) bildet. dessen 
fs, Kernschicht (4) aus mit Pfienolharz impragnierten 
WPapieren (6) besteht und infolge von RuB-und/oder 
*^Metelleinschlussen leitfahig ist. Der Hochdruck- 
COschichtstoff wird mittels eines durch Rufleinschlusse 
leitfahig gemachten Leims (2) mit der Spanplatte (I) 
^verleimt 
O 

a. 
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'Leitfahige Verbundplatte sowie Verfahren zu deren Herstellung" 



Die Erfindung betrifft eine leit^hige Verbund- 
platte mit einer ruBhaltigen Spanplatte als Trager 
und einer dekorativen Deckschicht aus melaminbe* 
harztem Papier, welche elektrisch leit^hige 
Fullstoffe aufweisL 

Derartige Verbundplatten werden vorzugsweise 
uberall dort eingesetzU wo mit elektrostatisch 
gefahrdeten Baueiemenfen und Baugruppen gear- 
beitet wird. Die zunehmende Verdichtung der 
elektrischen Bauteile auf den Schaltanordnungen 
fuhrt dazu, 6aB diese aufiergewohnlich empfindlich 
gegeniiber elektrostatischen Entladungen werden. 
Die Verbundplatten solfen einerseits leitfahig genug 
sein, um die Ladungen beispieisweise von 
eiektrostatisch aufgeladenen Personen unschadlich 
abzuleiten und ortllche Spannungsspitzen zu ver- 
meiden. Andererseits soil die Lertfahigkeit aber so 
wert begrenzt sein, 6aB Personen, die mit unter 
Spannung stehenden Komponenten arbeiten, nicht 
durch BerOhrungsspannungen gelahrdet werden. 
Es wird deshalb ein nach dem deutschen Norm- 
blatt Din 5t 953 gemessener Ableitwiderstand zwi- 
schen 10^ Ohm und 10^ Ohm angestrebt 

Es ist bekannt diese Abieitfahigkeit bei Ver- 
bundplatten allein Qber den Ot>erflMchenwiderstand, 
zum Beispiel durch eine leitfahige Lackierung. zu 
enrelchen. Dieser Ableitwiderstand ist jedoch nad> 
teiliger Weise von der Temperatur und der Luft- 
feuchte abhangig. 

Bekannt sind femer Verbundplatten mit einer 
leit^higen Spanplatte ais Trager, auf den eine 
leitfahige thermoplastische Kunststoffmatte aufge- 
legt ist Oder zwtschen einer nicht leltfahigen Span- 
platte und der Kunststoffmatte ein Drahtnetz ein- 
gefugt ist Die relab'v weiche Matte kann jedoch 
leicht beschadigt werden. 

Bei einer leitfahigen Verbundplatte der einlei- 
tend bezeichneten Art wie sie aus dem DE-GM 83 
05 544 bekannt ist. sInd als Fullstoffe in der Deck- 
schicht insbesondere metallische Oxidfarisen zu 
einem Anteil von etwa 20 % bis 40 % enthalten, 
Bei dieser Verbundplatte wird ein Ableitwiderstand 
von K)* Ohm bis 6 ^ 10* Ohm angestrebt. Jedoch 
ist bei einer solchen Verbundplatte ein Postforming 
nicht mdglich. 

Der Erfindung fiegt die Aufgabe zugrunde. eine 
leitfahige Verbundplatte vorzuschlagen, die nicht 
nur einen konstanten, genau definierten Ableitwi- 
derstand hat sondem sich auch zur Herstellung 
von gerundeten Querschnittsprofilen im 
Posttorming-Verfahren eignet 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaS dadurch 
gelost daB die Deckschicht fein vertelltes Metall- 
pulver, vorzugsweise Aluminium. Kupfer oder Mes- 
sing, enthalt und die auBere Schicht eines 



Hochdruckschichtstoffies bildet dessen Kemschicht 
aus mit Phenolharz impragnierten Papieren besteht 
und infolge von Ru/3-und/oder MetalleinschlUssen 
leitfShig ist und daB der Hochdruckschichtstoff mit- 

5 tels eines durch RuBeinschlusse leitfahig gemach- 
ten Leims mit der Spanplatte verleimt ist Es gibt 
zwei verschiedene Verfahren. um die erforderliche 
Leitfahigkeit des Phenolpapierkems herbei- 
zufOhren. Entweder wird dem Papier bei der 

70 Papierherstellung schon RuB beigegeben oder der 
RuB wird dem Phenolharz zugesetzt und zwar vor 
Oder wahrend des Imprggnterens des Papiers. Bei- 
de Verfahren kdnnen aber auch kombiniert werden, 
worunter zu verstehen ist daB das zuvor schon 

75 ruBhaltige Papier mit einem ruBhaltigen Phenolharz 
impragnlert wird. 

Es ist zwar an sich bekannt Spanplatten ein- 
Oder beidseitig mit einem Hochdruckschichtstoff 
aus einem phenoibeharzten Kem mit melaminbe- 

20 harzter Deckschicht (Dekorschicht) zu verieimen. 
Uberraschenderweise bietet jedoch gerade diese 
Technik bei leitfahigen Verbundplatten t)esondere 
Vorteile. sofem. wie erwShnt auch die 
Phenolpapierschicht und der Leim leitfahig sind. 

25 Der elektrische Kontakt zwischen der Deckschicht 
und der leitfahigen Spanplatte wird durch die 
leitfahige Phenolpapierschicht und die Verieimung 
verbessert. Deshalb kann der Aluminiumantell des 
melaminbeharzten Papiers verhaltnismaBig klein 

30 sein. vorzugsweise unter 50 %. Dadurch sind 
praktisch alle gangigen Oberfl3chendekore 
moglich. Die AluminiumeinschlQsse sind dabel von 
aufien nicht sichtbar. Das Papier kann bedruckt 
werden. Femer kann die Dicke des Hochdruck- 

35 schichtstoffes ohne wetteres so gewahit werden, 
namlich vorzugsweise zwischen 0.5 und 1.2 mm, 
dafi im Postforming-Verfahren auch gerundete Pro- 
filgestaltungen hergestellt werden kSnnen. Die 
mechanischen Ggenschaften, insbesondere die 

40 StoB-und Kratzfestigkert der Plattenoberfiache sind 
hervorragend. Die elektrostatische Aufladung wird 
von der gesamten Oberflache direkt in die Span- 
platte abgeieitet Der Ableitwiderstand laBt sich 
durch die richtige Kombination 

45 Metallpulveranteil/Melaminharzauftrag gezlelt ein- 
stellen. Die von Temperaturen bis 60° und von der 
Luftteuchtigkeit praktisch unbeinfluBten Ableitwi- 
derstande liegen in alien Bereichen der Verbund- 
platte zwischen 10^ Ohm und 10^ Ohm. 

50 Bn Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird 

nachfolgend anhand einer schematischen Schnttt- 
zeichnung eriautert 
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Eine durch Rufleinschluss© leitfahig gemachte 
Spanplatte (I) bildet den konstruktiv tragenden Teil 
der VerbundpiattB. Das Rahdprofil ist gerundet. Auf 
der Oberseite Ist die Spanplatte (I) mittels eines 
durch RuOeinschlusse leitfahig gemachten Klebers 6 
(2) mit einem Hochdruckschichtstoff (3) verfeimt. 
Letzterer besteht aus einer Kemschicht (4) und 
einer Deckschicht (5). Die Kemschicht besteht aus 
mehreren. im Beispiel drel Blatteni (6) eines phe- 
noltMharzten Papieres. Das Papier und^oder das io 
2um ImprSgnieren verwendete Phenolharz enthSIt 
ebenfalis RuB und hat deshaib wie auch der Leim 
(2) einen Ableitwiderstand von etwa 10^ Ohm. Die 
Deckschicht (5) ist eine Melaminharz-Dekorbe- 
schichtung mit eingeschlossenen Aluminlumparti- is 
keln. vorzugsweise Im EInschicht-oder Mehr- 
schichtaufljau im ROckkQhIverfahren hergestelft. 
Die Dicke des Hochdruckschichtstoffes (3) betragt 
0.7 mm. An der Unterseite der Spanplatte (I) kann 
eine geeignete Gegenzugbeschlchtung angebracht 20 
sein. 



AnsprQche 

25 

1. Leitfahige Verbundplatte mit einer rufihaltigen 
Spanplatte als Trager und einer dekorativen Deck- 
schicht aus melaminbeharztem Papier, welche 
elektrisch teftfahige FQIIstoffe aufweist. dadurch ge- 
kennzelchnet. dafl die Deckschicht (5) fein verteil- 30 
tes Metallpulver enthalt und die auBere Schicht 
eines Hochdmckschlchtstoffes (3) bildet. dessen 
Kemschicht (4) aus mit Phenolharz impragnierten 
Papieren (6) besteht ond infofge von Rufl-und/oder 
Metalleinschlussen leitfahig ist. und dai5 der 35 
Hochdruckschichtstoff (3) mittels eines durch 
RufleinschlOsse leitfahig gemachten Leims (2) mit 

der Spanplatte (I) verleimt ist. 

2. Verfahren zur Herstellung einer leitfahigen 
Verbundplatte nach Anspruch I. dadurch gekenn- 40 
zeichnet. dafl dem Papier (6) der Kemschicht (4) 

RuB und/oder Metallpulver bei der Papierherstel- 
lung t>elgegeben wird. 

3. Verfahren zur Herstellung einer leitfahigen 
Verbundplatte nach Anspruch I. dadurch gekenn- 4S 
zeichnet. 6aB dem Phenolharz vor oder bei dem 
ImprSgnieren des Papiers (6) der Kennschicht (4) 

RuB zugesetzt wird. 
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